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本單位自2003年即連續八年執行經濟部工業局半導體學院「IC製造人才培訓班」，培訓經驗豐富，歷年之媒合率表現優異，已先後培訓超過540位半導體專業人才，投入半導體、顯示器、太陽能、LED等相關產業，培訓成果倍受產業界肯定。本單位獲得教育部五年五百億「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」補助，設立「先端產業與精密製程共同實驗室」作為培訓半導體產業人才之平台。擁有最先進的製程設備及最堅強的師資陣容，相信在經過本課程培訓後，您將成為最熱門半導體產業的科技人才。現開始接受參加本年(100)度「中興設備工程師人才養成班」課程報名，政府將補助1/2學費，名額有限，關心自己前途者，請立刻行動。
[image: image3.jpg]FOREh
SEMICONDUC T.OR~;
INSTITUTEY




感謝：瑞晶、矽品、友達、華邦、茂德、奇美、世界先進、華亞、力晶、華映、廣鎵等各大科技廠錄用本班前期學員。
	課程名稱
	中興設備工程師人才養成班

	主辦單位
	經濟部工業局 

	承辦單位
	財團法人資訊工業策進會 

	開班單位
	國立中興大學材料系

	上課時間
	100/ 07/ 11開課【共242小時，含無塵室36小時之實作訓練】
上午09：00-16：30 (課堂課) 隔週六08：30-17：30 (實作課/產業講座)

	師資介紹
	國立中興大學資深教授及產業專家等

	上課地點
	國立中興大學化材大樓二樓階梯教室

	參加對象
	役畢，大學(含)以上理工相關系所畢業之待業人士。

	課程費用
(政府補助五成)
	總培訓費用$70,000元，政府補助後學員自付學費$35,000元

	招生/開班人數
	預定招收25人，達到15人以上即開課。

	繳交資料
	1. 報名表及畢業證書影本

2. 正面脫帽兩吋半身照片一式2張 (請於背面書寫姓名)。

3. 課程費用請繳交支票或郵政匯票，抬頭皆請開立「國立中興大學」

4. 欲辦理汽機車停車證者，請檢附其愛車行照、身分證影本，非本人車輛請另附證明。

備註：機車50元/月，汽車100元/月

	報名方式
	1. 親自報名：可親自至國立中興大學化材館七樓-材料系M709辦公室報名。
2. 通訊報名：請務必以『掛號』寄至「40227台中市國光路250號中興大學材料系
陳秋玉小姐收」

	退費原則
	1. 完成報名及繳費後，將於開課前一週進行學員資格甄選，經審核未通過者將於開課前

3天以E-mail或電話通知辦理全額退費。
2. 於開課後上課時數未達總時數三分之一退訓者，退還五成之自繳費用。逾總時數三分之
一(含)退訓者，不予退費。

	其他事項
	1. 培訓期間破壞公物或上課秩序，經告誡不聽者，培訓單位必要時得予退訓，並要求賠償。

2. 培訓期間缺課時數達總訓練時數二分之一（含）者，或是受訓期間各科考試（含筆試、實習、專題製作與平常成績）成績按各科時數加權計算，總平均低於六十分（不含）者，喪失領取結訓證書資格。
3. 參與本培訓課程並非即能保證100%就業。開班單位將給予就業上之協助與諮詢。

	聯絡方式
	Tel：04-22850040 或  04-22840500轉715；Fax: 04-22855046
E-mail: chiuyu@dragon.nchu.edu.tw    承辦人：陳秋玉小姐


一、課程大綱
	編號
	課程名稱
	上課
時數
	實習時數
	合計
時數
	課程大綱

	1
	半導體及光電製程與設備概論
(含產業簡介)
	34
	0
	34
	1. IC/面板/LED/太陽能產業簡介  2.晶圓製造與清洗製程            
3.氧化製程與設備              4.擴散與離子佈植                      5.微影製程與設備              6.金屬濺鍍與CVD沉積技術       

7.蝕刻製程與設備              8. CMP製程與設備

9. SPC製程統計觀念介紹       10.半導體公安及廠務演練

	2
	半導體真空系統
	27
	0
	27
	1.基礎真空概論          2.抽氣速率與氣導之計算
3.壓力與Gauge量測技術
4.真空設備元件、質流計、sealing材料      

5.真空幫浦系統 (dry pump、root pump、cryo pump、turbo pump etc.)                 
6. 真空洩漏與質譜儀

7. Load-Lock Chamber & Robot Transfer

8.半導體真空系統與腔體維修實務

	3
	自動控制
(內含機電整合)
	30
	0
	30
	1.簡介(Introduction)

2.感測/驅動元件(Sensor/Actuator devices)

3.信號調節電路(Signal conditioning circuits)

4.信號轉換電路(Signal conversion circuits): A/D(Analog-to-Digital), D/A(Digital-to-Analog), PWM(Pulse-width-modulation)

5.控制器設計與應用(Controller design and Applications)

A.PLC(Programmable-Logic-Controller)控制器結構與階梯圖控制程式設計(PLC structure and Ladder diagram programming for control program design)

B. PC-Based控制器結構與使用C語言(或Visual Basic)設計控制程式(PC-Based controller structure and applying C (or Visual Basic) programming language for control program realization)

C.單晶片微算機與可程化邏輯元件用於控制器設計(Single-chip microcontrollers and Programmable logic devices for controller design)

6.控制器區域網路: RS-485/CAN Bus/Ethernet(Controller Area Networks: RS-485/CAN Bus/Ethernet)

7.設計案例研討(Case Study)

	4
	電子電路與數位邏輯分析
	30
	0
	30
	1.半導體材料(Semiconductor material)

2.二極體應用電路(Diode and Application circuits): 整流(Rectifier)、截波(Clipper)、DC電壓轉換(DC-to-DC converters)

3.電晶體元件(Transistors): Bipolar Transistor/MOSFET Transistors

4.電晶體單級、串級、與差動放大電路(Transistor’s single stage, multi-stage , and differential amplifiers)

5.運算放大器應用(Operational amplifier and applications)

6.頻率響應、回授電路、雜訊濾波(Frequency response, Feedback circuit, Noise filters )

7.pSpice電路模擬(pSpice Simulator)

8.布林代數與邏輯閘(Boolean Algebra and logic gates)

9.組合邏輯電路設計: 算術電路、編/解碼器、多工器(Combinational logic circuits: Arithmetic circuits, Decoders/Encoders, Multiplexers)

10.序向邏輯電路設計: 計數器、串列位元辨識、程序控制(Sequential Circuits: Counters, Serial bit stream discrimination, Sequential control)

11.可程式化邏輯元件(FPGA/CPLD)架構與應用(Programmable logic devices: FPGA(Field-Programmable-Gate-Array)/CPLD(Complex-Programmable-Logic-Device))

12.QUARTUSII(或ISE/ModelSim)設計工具用於邏輯電路設計、模擬、與實作 (QUARTUSII design tools for logic circuit design, simulation, and implementation)

	5
	半導體工業安全
	9
	0
	9
	1.  工廠之環安法規
2.  環安之設計與規劃
3.  特殊氣體管材材質等級及應用

	6
	擴散與CMP設備

 (含實習)
	20
	8
	28
	1.基本擴散理論與應用     2.外引擴散
3.擴散製程介紹           4.佈植離子的分佈

5.脫序與回火             6.CMP設備介紹

7.CMP實驗操作原理      8.實際應用與機台介紹

	7
	薄膜設備 (含實習)
	16
	8
	24
	1. 薄膜沉積技術
2. 熱氧化爐管 (thermal oxidation)

3. 化學氣相沉積 (LPCVD, PECVD, HDP-CVD)

4. 物理氣相沉積設備 (Sputtering)

5. 薄膜特性量測 (N&K, alpha-step…..)

6. 實際應用與機台介紹

	8
	黃光設備 (含實習)
	16
	8
	24
	1. 光阻微影術            2. 電子束/X-射線與離子束微影術

3. 黃光顯影製程          4. 光罩介紹

5. 微影機台(Stepper)介紹

	9
	蝕刻設備 (含實習)
	16
	8
	24
	1. 蝕刻製程簡介

2. 濕式化學蝕刻製程與設備

3. 乾式蝕刻 (RIE etcher) 製程與設備

4. 高密度電漿蝕刻 (HDP etcher)

5. 實際應用與機台介紹

	10
	設備維護與保養實務

(含實習)
	6
	4
	10
	1. Sensor / Mass flowmeter控制原理介紹

2. 超純水處理及回收系統維護

3. 廠務機電系統維護

4. 無塵室工程維護

5. 半導體廠廢水廢棄處理維護

6. 氣體與化學品供應系統維護 (gas detector)

	11
	兩性平權及職場倫理
	2
	0
	2
	關於性別主流化及職場倫理之相關課程

	合計
	206
	36
	242
	


二、實驗設備
	設備名稱
	規   格
	單位
	數量
	設備屬於自有
租用或購置

	PVD實習設備
	1. DC sputtering

2. RF sputtering

3. Thermal Evaporator

4. E-Gun Evaporator (Metal)
5. E-Gun Evaporator (ITO)

6. E-Gun Evaporator (光學膜)
	台
	1

1

2

1
1

1
	自  有

	CVD實習設備
	1. Thermal Oxidation Furnace 

2. TEOS CVD 

3. PECVD 

4. HDP-CVD 
	台
	1

1

1

1
	自  有

	無塵室微影實習設備
	1. Yellow Room  (Class 100)

2. De-ionized Water Station

3. Photo Resist Spinner

4. Mask Aligner

5. Plasma Striper
	台
	1

1

2

1

1
	自  有

	Plasma實習設備
	1. Reactive ion etcher

2. Plasma Stripper

3. Plasma Cleaner

4. High density plasma etcher

5. Applied Materials Centura 5330 (旺宏電子捐贈)
	台
	3

1

1

3

1


	自  有

	雷射光罩直寫系統
(光罩製作設備)
	1. Laser Writer (Heidelberg DWL-66)
2. Wet Station
	台
	1

1
	自  有

	化學機械研磨系統(CMP)
	1. Logitec PM-5

2. Strasbaugh 6DS-SP (旺宏電子捐贈)
3. CMP (聯華電子捐贈)
	台
	1

1
1
	自  有

	半導體製程量測設備
	1. KLA-Tencor profilometer P-10 

2. KLA-Tencor film-stress measurement

Syetem (FLX-2320) 

3. Veeco 3-D profilometer 

4. Hitach S-3000 SEM

5. N& K analyzer (1280)

6. Aglient 4155 & 4284 I-V/C-V

7. Aglient AFM system
	台
	各

一

台
	自  有

	晶圓切割實習設備
	1. Scanning acoustic microscopy (SAM) 

2. Disco-321 Dicing Saw 

3. Wire Bonder

4. Flip-Chip Bonder
5. Laser Scriber
	台
	各

一

台
	自  有


報  名  表
	課程名稱
	中興設備工程師人才養成班

	姓    名
	
	英文姓名

(同護照)
	
	兩吋半身照片

黏貼處

	生    日
	 年    月    日
	身分證號
	
	

	通訊地址
	□□□-□□
	

	E-Mail
	
	

	電    話
	
	手 機
	
	

	性    別
	□男   □女
	兵 役
	□已役   □未役   □免役                 

	學    歷
	學校名稱
	
	科系所
	

	
	□二技 □四技 □大學 □研究所
	□畢業  □肄業

	次 學 歷
	學校名稱
	
	科系所
	

	
	□二技 □四技 □大學 □研究所
	□畢業  □肄業

	之    前

服務單位
	公司名稱：

部    門：

職    稱：
	服務年資
	□1-3個月  □3~6個月 □1年-2年  □2年以上

	待業月數
	□1-3個月  □3~6個月  □1年以上  □應屆畢業  □役畢

	報名原因
	□職務需要 □媒合就業 □個人興趣

	資訊來源
	□親朋好友  □本校網頁   □報紙-中時   □報紙-自由        □報紙-蘋果 
□廣播      □DM/夾報   □電視廣告    □半導體學院網站   □104網站

□結訓學員               □其他              

	繳交資料
	□相片2張 (含報名表上所貼的1張)
□課程費用【支票或郵政匯票$35,000元，抬頭：國立中興大學】

□畢業證書影本

□行照影本、□身分證證件影本。
汽車車號：               ( □已繳費，日期：            )
機車車號：               ( □已繳費，日期：            )
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